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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base mcorporant Iamendement 1, etla
pubhcat' e _lncarporan
et 2.

enseignements  relatifs & la date de
ation de la publication sont disponibles dans

des tra

qui a 4gtabli cette publication, ainsi que la lis
publicatlons établies, se trouvent dans les docy
dessouq:

. Site web» de la CEI*

o (Catalogue des publlcatlons de la CEI
Publié annuellement et mig a jour régulie
Catalogue en ligne)*

« Bulletin de la CE!

inologie, s
graux

: 7 Symboles //tteraux a
. la CEl 60417: Symboles

compildtiow’ dés feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some I|EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
mcorporatlng amendment 1 and the base publication

bpt under
that the

irmation of
ie.

under consideration and
undertaken by the |technical
prepared this publicatiop, as well
icafions issued, is to be foynd at the

ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* angl as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vpcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, redders are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417:|Graphical
symbols for use on equipment. Index, syrvey and

compilation . of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*  See web site address on title page.


https://iecnorm.com/api/?name=7491b3448c6ea34212156a2270aafe12

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 115-8-1
STANDARD ac 400601

Premiére édition

First edition
1989-01
Résistances fixes utilis
dans les équipemen
Huitiéme partie:
Spécification pa
ance E

© IEC 1989 Droits de reproduction réservés — Copyright - all right$ reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by any means, electronic or mechanical,
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo- including photocopying and microfilm, without permission in

copie et les microfiims, sans I'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch
Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX L
PRICE CODE

International Electrotechnical Commission

MemayHapoanan SnekrporexHuueckan Homuceun o :
— Pour prix, voir catalogue en vigueur

] For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=7491b3448c6ea34212156a2270aafe12

— 2 — 115-8-1 © CEIX

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
RESISTANCES FIXES CHIPSES
NIVEAU D'ASSURANCE E

PREAMBULE

1) Lds decisions ou accords officiels de Ia CEI en ce qui ¢ ne les
- - ’ ’ - ’ A )

) questions techniques, prepares par des Comiteés d'Etude
’ . [ . ° ’

rgprésentés tous les Comités nationaux s'intéressant

expriment dans la plus grande mesure possible un a

syr les sujets examinés.

2) Cds décisions constituent des recommandationg™i nt
- agréées comme telles par les Comités nationdy

3) ‘Ddns le but d'encourager l'unification Anternati la CEI expripe le
- vdeu que tous les Comités nationaux z ipnales
l¢ texte de la recommandation de 1z itions -
ngtionales le permettent. Tou! > ) i de la
CHI et la régle nationale correspQnd ¢ 3 ssible,
éffre indiquée en termes clai :

La prdsente norme
Condensateurs et resi

Le texte de c§;:>

~ a v . . -
i%%iﬁ\féé}Six Mois| Rapports de vote

N0(BC)623 40(BC)671
40(BC)598 40(BC) 646
"~ 40(BC)599 40(BC) 64T

Pour de plus am s renseignements, consulter les rapports de vote corrgspondants
. ’ .
mentignnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications 115-1(1982): Résistances fixes utilisées dans les équipements élec-
' troniques. Premiére partie: Spécification générique.
: Modifications No. 2 (1987) et No. 3 (1989).
115-8(1989): Huitiéme partie: Spécification intermédiaire:
) Résistances fixes chlpses
410(1973): Plans et régles d'échantillonnage pour les contrdles
par attributs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 8: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED CHIP RESISTORS
ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

1) The |[formal decisions or agreements of the IEC on technical /matters,
prepgared by Technical Committees on which all the Nation

having a special interest therein are represented, expy as
posgible, an international consensus of opinion on thé subj ’
with.

. 2) Theyl have the form of recommendations for intepfia N\ and they are

accegpted by the National Committees in that se

wish that all National Committees shoud
recommendation for their natione

willl permit. Any divergence %
corresponding national rules sh
indilcated in the latter.

ions

This stlandard has been ¥ 8 Technical Committee No. 40:
Capacitprs and s stronie’ Equipment. '

The texit of this an edupon the follow1ng documents:

\xj;\n%ﬁ;' Rule |Reports on Voting

:> 40(C0)623 40(C0)671
40(C0)598 40(CO)646

40(C0)599 4o(co)oeut

Further| information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in
the tabIe above.

The QC number that appears on the front cover of this .publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

Other IEC Publications quoted in this standard:

Publications 115-1(1982): Fixed Resistors for Use in Electronic Equlpment
Part *1: Generic Specification. 4
- . Amendments No.2 (1987) and No. 3 (1989).
115-8(1989): Part 8: Sectional Specification: Fixed Chip
' Resistors.
410(1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by
Attributes.
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RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
RESISTANCES FIXES CHIPSES
NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spécification particuliére-cadre

Une spe01flcatlon partlcullere -cadre est un document, complementalre de la spéci-

ficatig ésenta-
tion et ilcations
particy ormes aux
spécifi

Le cont pris en
compte

Les nunéros placés entre crochets dans la premi respe x infor-
mations ' ui

Identiffi

(M "CommlSSlon Electrotechnlque nte nationale™\ ou n m de l'Organlsme National
de i i e est
étdblie.

(2) Nunméro ion et

toytes
(3) Nunjéro -

(4) Nunéro

Identiffi

(5) Cou

(6) Indi

(7) Crqquis ave principales dimensions, importantes pour l'interchangeabi-
1igé4 et/ou reférences correspondant aux documents nationaux ou internatio-
naLx_a_p_an_p_nj_éq Au rshniy, ce nrnqn'is pm)f &tre dnnné dans une anne é la

spécification particuliére.
(8) Utilisation ou ensemble d'utilisations couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note. -Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification particu-
liére doit (doivent) &tre choisi(s) dans la spécification intermé-
diaire, paragraphe 3.3.3. Ceci implique qu'une spécification parti-
culiére-cadre peut étre utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux
d'assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

(9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la
comparaison entre les divers types de résistances chipses.
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FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 8: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED CHIP RESISTORS
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specificatioﬂ

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Spe-
cification and contains requirements for style and layout and minimum content
of detafil specifications. Detail specifications not complying i these|requi-
rements| shall not be considered as being in accordance with ifications
nor shalll they so be described. '

{ of

In the jpreparation of detail specifications the conte
the Secti

The numper: ’ i ' hd to-the follow1mg .
informalti i

Identif]ic

(1) The : ards
' Organi i i dification is drafted.

(2) The
iss

e of

(3) The ion.

(4) The

Identif

(5) A sl
(6) Infe

(7) Qutli -
champgeability~ard/or reference to the national or international documents
for|outlines. Alternatively, this drawing may be given in an appendlq to
the detail—specification

(8) Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. -The assessment level(s) to be used in a detail specification shall
be selected from the sectional specification, Sub-clause 3.3.3.
This implies that one blank detail specification may be used in com-
bination with several assessment levels, provided the grouping of
the tests does not change.

(9) Reference data on the most important propertles, to allow comparison between
the various chip resistor types.
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, | CEI 115-8-1-XXX (2)
(1) QC 400601-XXX
CEI 115-8-1 (4)
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE QC 400601
CONTROLEE CONFORMEMENT A:
(3) N | RESISTAMCES FIXES\CHIPSES (5).
‘Croquié d'encombrement: (voir tableau I)
(Projection: Méthode du ... diddre) 4 \\§;§\
(6)
(7) 5
(D|rautres formes s Niveau(x) d'assurance: E (8)
1'fintérieur des dime

BEACNNEN
CRAGSDY

Lgé\gﬁformations sur la disponibilité des composants
"~ Jualifiés selon cette spécification particuliére s¢nt
nnées dans la Liste des Produits Qualifiés

(9)

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTIQUES GENERALES

"METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) (2 introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 115-8 de la CEI.)
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the dimensions give

IEC 115-8-1-XXX (2)
(M QC 400601-XXX
IEC 115-8-1 (4)
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QC 400601
-QUALITY IN ACCORDANCE WITH: "
(3) FIXED CHI S OR (5)
Outline drawing: (see Table I)
(... [angle projection)
(6)
(7)
(Othdr shapes are peb itted wit :>Assessment level(s): E (8)

1.1

&v

I or on on the availability of components
N qualified to this detail specification is given
e Qualified Products List

SECTION ONE - GENERAL DATA

GENERAL DATA

RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of IEC Publication 115-8.)

(9)
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1.2 DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES NOMINALES
TABLEAU I
Modéle|Dissipation{Coeff. de Tension limi- Dimensions
nominale température te nominale
a 70 °c¥ ou caracté- en courant L W T .o e
(W) ristique ré- |continu ou ou
sistance/tem- |alternatif ] D
pérature efficace
(selon le cas) V)

Toutes les dimensions sont en millimétres ou en i ilNlim .

Gamme de résistance*¥ _
Tolérance sur la résistance nomip
Catégorie climatique
Classe de stabilité

- pour les essais de\longue dunré (iee %R + ...S2)
- pour les essais de-< c : (... 3R + ... 5)

coeffipient deVt
1.201 RF/DU\CTZQ\N/DBL

%?ié?.. % ou
ol b ees 10-6/°¢

ubstrat ..., la dissipation des résigtances couver-
jcation ne doit pas dépasser les valeuns indiquées par

(Introduire la courbe appropriée

dans la spécification particuliére)

\
Note. -Voir également le paragraphe 2.2.3 de la spécification inter-
médiaire.
* La spécification particuliére doit spécifier les conditions suivant

lesquelles la réduction de la dissipation s'applique.

%#¥Les valeurs préférentielles sont celles des séries E12 et E24 de la
Publication 63 de la CEI: Séries de valeurs normales pour résistances
et condensateurs.
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DIMENSIONS, RATINGS AND CHARACTERISTICS

1.2
TABLE I
Style [Rated dis- |[Temperature Limiting Dimensions
sipation coeff. or element
at 70 °C¥ |temperature voltage L W T ees eee
(W) characteris- (V d.c. or or
tic (as a.c. r.m.s) D

applicable)

1.2.1

Resistance range¥#
Tolerance on rated resistance
Climatic category
Stability class

- for long-term tests
- for short-term tests

Temperature characteri
of resistanc R0 °C 1

tion

(A suitable curve to be included
in the detail specification)

s specifica-

Note. -See also Sub-clause 2.2.3 of the sectional specification.

*#The detail specification shall specify the conditions under which the

rated dissipation applies.

%#%¥The preferred values are those of the E12 and E2U4 series of IEC
Publication 63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1.1
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DOCUMENTS DE REFERENCE

Spécification générique: Publication 115-1 (1982) de la CEI:
Résistances fixes utilisées dans les
équipements électroniques. Premiére
partie : Spécification générique.
Modifications No. 2 (1987) et No. 3
(1989). '

Spécification intermédiaire: Publication 115-8 de la CEI (1989):
Huitiéme partie: Spécification
intermédiaire: Résistances fixes

CIipses.

MARQUAGE

1t'emballage doit &tre donn
particuliére.

ements

et

TIONS COMPLEMENTAIRES (ne sont pas prises en considératlion pour
ies contrdles)

EXIGENCES OU SEVERITES, COMPLEMENTAIRES DE, OU PLUS SEVERES, QUE CELLES
SPECIFIEES DANS LA SPECIFICATION GENERIQUE OU INTERMEDIAIRE

Note. -Des compléments ou des exigences accrues ne devraient étre pres-
crits que lorsque cela est indispensable.

SECTION DEUX - EXIGENCES POUR LE CONTROLE

§

EXIGENCES POUR LE CONTROLE

Procédures

- Pour 1'homologation, la procédure doit étre conforme au paragraphé 3.2
de la spécification intermédiaire, Publication 115-8 de 1la CEI.
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1.3

1.5

1.6

1.7
1.8

2.1

2.1.1

RELATED DOCUMENTS

Generic Specification:  IEC Publication 115-1 (1982): Fixed Resis-

tors for Use in Electronic Equipment.
Part, 1: Generic Specification.
Amendments No. 2 (1987) and No. 3 (1989).

Sectional Specification: IEC Publication 115-8 (1989): Part 8:
Sectional Specification: Fixed Chip
Resistors. '

MARKING

the requirements of IEC Publication 115-1, Sub-clg
Publication 115-8, Sub-clause 1.4.5.

Note. -The details of the marking of the com s
be given in full in the detail speg

ORDERING INFORMATION

Orders for resistors covered by thi ion Shall contain|

clear or in coded form, s fol nPormation:

a) Rated resistance.

b) Tolerance on rated re

¢) Number and\issle( numbe ¢ of the detail specification

d) Pa

CERTIFIED, RECORDS\OF

RequiredXno qul\;ET“/z
ADRITIONAL “SNFQR ON (not for inspection purposes)
IBEEQIO ;E:BP\£%CREASED SEVERITIES OR REQUIREMENTS TO THOSE SPECIF

danpe with

IED

IN THE GENERIC AND/OR SECTIONAL SPECIFICATION

Note. -Additions or incre r i ifi 1
when essential.

SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS

INSPECTION REQUIREMENTS

Procedures

y

- For Qualification Approval the procedure shail be in accordance with

the Sectiqnal Specification, IEC Publication 115-8, Sub-clause 3

.2.
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2.1.2 - Pour le contrdle de la conformité de la qualité, le programme
d'essai, comprenant l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités
et les exigences est donné au tableau II. La formation des lots de
contrdle est régie par le paragraphe 3.3.1 de la spécification
intermédiaire.

Note. -Lorsqu'un séchage est spéeifié, la méthode I du paragraphe 4.3
de la spécification générique, Publication 115-1 de la CEI,
doit étre utilisée.

TABLEAU II

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences ren-
[ volenmt & Ig spécification generique des resistang : |Publication.
115-1 de la CEI, les numéros de paragraphes en X eses renvoient
a4 la Publication 115-1 de la CEI, Modificatiof idant les exi-
¢ choisies

dans les tableaux I et II de la spécifics intermé

ication 410

2. -Les niveaux de contréle et les NQA sont\extraits de_.
6les par

de la CEI: Plans et régles d'échantjillonnaga<pour
. attributs. : '

3. -Dans ce tableau:

p .= périodicité (en mois

n = effectif de

¢ = critére d'acceptation sible de défectueyx)
D' = destructif - '

ND = non-destructi

NC = Publication 410 de la [CEI
NQA =

Numéro de paragraphe ‘}{\ di 'Shg\i;gssai N N Exigences

et essaj <if> qou |{voixr note c Q {(voir ndte 1)

(voir ngte 1) Q\tw\ , A
<:\\\ (voir note 2)

CONTROLE DU Saom \)
(o] .

(lot pafy

Sous-grqupe D S-4 1,0%

4.4.1 Eqanien Selon 4..1
visuel

Sous-groupe A2 ND S-4 1,0%

{4.4.2 Dimensions Selon tableau I de
(au calibre) la présente spécifi-
cation

4.5 Résistance / Selon 4.5.2



https://iecnorm.com/api/?name=7491b3448c6ea34212156a2270aafe12

115-8-1 © IEC — 13 —

2.1.2 - For Quality Conformance Inspection the test schedule

(Table II) in-

cludes sampling, periodicity, severities and requirements. The for-

mation of inspection lots is covered by Sub-clause 3.

tional Specification.

3.1 of the Sec-

Note. -When drying is called for, Procedure I of Sub-clause 4.3 of
the Generic Specification, IEC Publication 115-1, shall be

used.

TABLE II

Notes 1. -Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to the

€neric speciticacion,
in brackets to IEC Publlcatlon 115— , Amendment No,

2.
Sampling Plans and Procedures for Inspect
3. -In this table:

p = periodicity (in months)

n = sample size

c = acceptance criterion of defectives)
D = destructive

ND = non-destructive

IL = PGblication 410

AQL =

Sub-clauge numbe D |C itions of test I A Performance

and Test (see te\1) L Q requirements

(see Note¢ 1) <:)WQ\ L (see Notd 1)
<::\\ (see Note 2)

GROUP A INSPECTION

(lot-by-1st) x

Sub-group A1 ND S-4 1.0%

4.4.1 Vvigual exami- As in 4,41

nation
Sub-group A2 ND S-4 1.0%

4.4,2 Dimensions
(gauging)

4.5 Resistance

As specified in Ta-
ble I of this speci-
fication

As in 4.5.2
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai N N Exigences

et essai ou |[(voir note 1) C Q |[(voir note 1)

(voir note 1) ND A

| (voir note 2)

CONTROLE DU GROUPE B

(1ot par lot)

Sous-groupe B1 ND S-3 1,0%

4.7 Tension de {Méthode: oo Pas de claquage, ni
tepue—{résis= € contpurnement
tSEces isolées
seulement) Résistance d'isolement M1t

(Résistances isolées
uniquement) :
Sous-grpupe B2 - D
4.17 Sopdabilité Vieillissement, Selon (§.17.4.5)

(npn applicable
pour les rési-
sthnces chipses
noh prévues

pour 1l'immersion
totale)

si applicable

Sous-grpupe B3

(4.31)

Montage

4.13

La_tengion appliquée
oit—etre 2,5 fois la

Eémsion nominale ou 2
ois la tension limite

nominale, la moins
’
sévére des deux valeurs

Durée: 2 s

Examen visuel

Pas de dommage .

4,30 Résistance du

: marquage aux
solvants
(si applicable)

Résistance

Solvant:
Température du.
solvant: ...

Méthode 1

Matériau de frottement:
coton hydrophile

LY

Reprise: ...

visible

AR<£(...%R + ... Q)

Marquage lisible
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Sub-clause number D {Conditions of test I A Performance

and Test or |(see Note 1) L Q requirements

(see Note 1) ND L (see Note 1)

(see Note 2)

GROUP B INSPECTION

(lot-by-lot)

Sub-group B1 ND s-3 | 1.0%

4,7 Voltage proof Method: No breakdoyn or
(Insulated re- flashover) |
sistops only) , \

Insulation resistance >\ 0
(Insulated resistors ~ :
only) ( \\

Sub=-group B2 D gffi:§:¥\ Ai\

4.17 Soldepability Ageing, if applicable / As in'(4.1";4.5)
(not applicable ' ’
to chjip resis- ‘
tors which are . ()
not spiitable for
total| immersion)

Sub-group B3 sS-3 2.5%

(4.31) Moupting

4.13 Overload

(in| the hall be 2.5 times the
mounted ‘stat rateg voltage or twice
f\ the¥limiting element
\Q:\\\\ oltage, whichever is
the less severe
Duration: 2 s
Visual examination No visible damage

4,30 Solvent
resistance of
the marking
(if applicable)

Resistance

Solvent:

Solvent temperature: ...
Method 1

Rubbing material: cotton
wool

Recovery:

AR <£(...%R

+ ..

Legible marking

L)
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la|[chaleur de
soydage (non
applicable pour
leg résistances
chipses non
prévues pour
1'immersion
totale)

Régistance du
conposant aux

solvants (si
apglicable{i:>

4.29

Résistance

AN
Rai
S|

]

16 —
Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
: d'acceptation
(voir note 3)
p n|ec
CONTROLE DU GROUPE C
(périodique)
Sous-groupe C1 D 3 |20 1
(4.33) Rgbustesse des Résistance AR £( 4R + ... Q)
extrémités ' : :
- métallisées¥* 7
(4.33.6) |Mesures Examen visuel age
finales \\
V rd
Sous-groype C2 D 1 R
4,18 Régistance a Examen visuel Selon (4.[18.3.4)

ARs:t(.;.%R + ... )

Voir la spécification
particuligre

/\<
Sous-groype C3

(4.31) Mdntage }
(4.32) Adhérens \R:;

4.19 eriations

OV abd
7

Matériau du substrat:
®%

.

Examen visuel

Température mini-

3 |20 1

Pas de dommage
visible

r yidce de
’
temperature

mate—de batéguxic
¢ Temperature maxi-
male de catégorie

Examen visuel

Résistance

Pas de dommage
visible

AR< £(...%R + ... Q)

% Non applicable aux résistances chipses qui, selon leur spécification particuliére,
doivent &tre montées uniquement sur des substrats en alumine.

*¥% Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes indivi-
duellement, la spécification particuliére doit indiquer quel matériau du substrat
est utilisé dans chaque sous-groupe.
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Sub~clause number D |Conditions of test Sample size Performance

and Test or |(see Note 1) & criterion |requirements

(see Note 1) ND of accepta- |(see Note 1)

bility (see
Note 3)
p n c

GROUP C INSPECTION

(periodic)

Sub-group C1 D 3 {20 1

(4.33) Bdnd strength Resistance IR + ... )

off the end .
f4ce plating¥*

(4.33.6) |Final Visual examination \\\\ e damage

measurements ﬁ§\

Sub-groug C2 D \€1:1§KL

4.18 Registance to Visual examination \\\\\F\\\ As in (4.18.3.4)
soldering heat
(nqt applicable Resistaneé G v AR< £(...[PR + ... Q)
to [chip resis- ‘ :
tons which are ]
noff suitable
for total
imnersion)

4,29 Component b\\v . See detaill
sollvent cee specification
resistance<;;2
(iff applica <i

Sub-group SB\ 3 20 1

(4.31) Mdu ji>>s strate materials:

*%
(4.32) Adhesien Visual examination No visiblle damage
4,19 R4gpid change O,: Lower category
temperature temperature
©g: Upper category
temperature
Visual examination No visible damage
Resistance AR< +(...%R + ... Q)

¥ Not applicable for chip resistors, for which the detail specification states that they
shall only be mounted on alumina substrates.

*¥% When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail
specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.
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